HIGH-PERFORMANCE-SENSORSYSTEME durch Verbindung von Siliziumtechnologie und keramischer Mehrlagentechnik

HIGH
SENSORS
Powered by SiCer - The best of both worlds

Entwicklung und Umsetzung komplexer
Metallisierungssysteme flr die Aufbau - und
Verbindungstechnik mit SiCer -Verbundsubstraten
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HIGH
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SENSORS

INHALT Powered by SiCer

A Einfiihrung Siebdrucktechnologie (PK)

A Siebdruck im  SiCeri Prozess (PK)

A Prozessanforderungen an Metallisierungssysteme (Pasten) (PK)
A Einfuhrung Pastenentwicklung (ALG)

A Metallisierungspasten fur Leiterbahnen und Lotpads (ALG)
A Durchkontaktierung von LTCCs (ALG)

A Zusammenfassung & Ausblick

GEFORDERT VOM

8 ? /)‘ ﬁl:'n iesl:rll‘lmstenum
WVIAMF(TRONIC  ZZ Fraunhofer UMIEANERMEN( ® e

Thuringer Werkstofftag 2. Juli 2021 IS



Powered by SiCer

- Slebdruck- Einfuhrung, Technologie und
- Anforderungen an Siebdruckpasten
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SIEBDRUCK Powered by SiCer

Druckverfahren, bei welchem Farbe/Paste durch ein feinmaschiges Gewebe auf ein zu
bedruckendes Material gepresst wird.

Kunst , Text i

Mikroelektronik
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PROZESSPARAMETER Powered by SiCer

Sieb Druckparameter

A Gewebestarke 3@ Siebdruckprozess A Geschwindigkeit |

A Masch_enzahl b e A Rakeldruck

A Emulsion A Absprung

A X A Xo

Rakel Paste

A ab GSNALE 6DdzZYYA X0 | A al GSNAFE 6! dzm ! 33
A Harte e 3] A Viskositat

A Winkel A Thixotropie

A X A Xo

AKompl exe Wechselwirkung vieler Parameter ur
AProzessspezifische Optimierungh
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SIEBDRUCK IM SiCer-Prozess Powered by SiCer

Analog zu konventioneller LTEI&chnologie

1. Vorprozessieren beider Substratlayer

Silizium: Via-Locher dtzen, thermische Oxidation,
Bond-Interface ...
LTCC (BCT): Stanzen und Fiillen der Vias, Siebdrucke

A Siebdruck auf Einzellage LTCC
A Aufbau Gesamtlaminat

2. Bondprozess A SiCerAufbau
Eaniren o drschumersttin Sirtom ke 3000 T S

3. Silizium - Prozessierung WEMS-Bauelemente it TSVs
Diinnfilm-Prozesse: Sputtern/Bedampfen, Lithographia, ﬁ H erau Sfo rderu ngen
CVD-Prozesse, Plasmadtzen ...

MEMS e e MEWS A Nicht kommerzielles LTG@aterialsystem
4. Aufbau-und Verbindungstechnik . BEZ A C trained Sint
Liéten, Drahtbonden (wenn nistig), funktionalisierte : L On-S raine In_e_rn
e L PN Maantas L lamardz, A Anbindung an Silizium
Funk:lonsgmppe‘_" A Pastenentwicklu ng
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ANFORDERUNGEN AN SIEBDRUCKPASTEN Powered by SiCer

. Rheologische Eigenschaften 1000 - 01 s 00 & 015"
. Partikelform und PartikelgroR3e 0 Squesges
. Aufbereitung / Lagerung g 1007 | oo /fm/‘t’_—\
. Topfzeit / Verarbeitungszeit £ 10 2 |printing | Printing Levelling
. X 3 14 ]
2 €
> 0 T T T
0 50 100 150
Gewtinschte Rheologische Eigenschaften Time (s) [4]
A Pseudoplastisch (scherverdiinnend)
A Viskositét sinkt durch die Abrollbewegung vor der
Rakel (Fullen des Motivs)
A Thixotrop
A Schneller Wiederanstieg (Strukturgenauigkeit) [3]
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ZIELPARAMETER - STRUKTURAUFLOSUNG Powered by SiCer

480 n TESTSER - 250 g, 200 prn. 150 pm, 100 pm

211 HHHHHHHIE -

Druckrichtung

GEFORDERT VOM

‘?- S Bundesministerium
— und
VIACLCRONC 22 Fraunhofer  Uhreanennen@ @ |Go™

IKTS

Thuringer Werkstofftag 2. Juli 2021



HIGH
PERFORMANCE
SENSORS

ZIELPARAMETER - AVT Powered by SiCer

A Nachfolgende Drahtbondprozesse A Nachfolgende Létprozesse

Kommerzielles
Au-System spezifiziert fur
Drahtbonden

Kommerzielles
AuPtSystem spezifiziert fur
Lotverbindung

Kommerzielles

Au-System
innenliegende Leiterbahnen
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ZIELPARAMETER - MATERIALKOMPATIBILITAT Powered by SiCer

Freies Sintern AConstrainedfi Sintern

TC7101

LL509

QR150
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GOLD- vs SILBER -PASTENSYSTEM Powered by SiCer

Gold-basierte Pasten Silberbasierte Pasten

A Kommerzielle AdPastenSysteme A Kommerzielle AgPasterSysteme
o Fur SiCeBystem getestet
o0 Nicht kompatibel (Agvigration)

o Verwotlbung (frei), Rissbildung (Constrained)

V In SiCefSystem evaluiert:
V Materialkompatibilitdt nachgewiesen
V  Spezifiziert fur Au/ADrahtbondprozesse

V  Spezifiziert fir Lotprozesse wahrend des Sintervorgangs

Lose
|

+30%

. 0,84 USD/g

0%
-

A - 56 USDI/g

L ax
il 2%
5 5]
POOTNNE Mewle  Madd o Dezds  Anad  Meni [ ] 18 18 18 215 W20 Nov20 [

Hohes wirtschatftliches Interesse an Amsierten PasterSystemen fir SiCermomentan in Entwicklung am IKTS Hermsdo
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Powered by SiCer

~ Entwicklungvon AgMetallisierungen
- fur SiCeiféahige LTCETapes
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